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HITACHI , LTD. , T o k,i o (Japan) 



Organisches Adh^siv sQwle verbindungsverfaliren 
und vorrichtung unter Verwendiatig degselben- 



Die- Erfindung bezieht sich auf ein organisches 
Adhasionsraittel, das ein festes Aneinanderhaften zweier , 
Telle zu Ihrer verbesserung ermSglicht, sowie auf ein 
Vet»bindurigsverfahi*en unter yer we ndung des Adhaslonsmittels. 

Zup verbindung von Leitern verwendet man Ublicherwel-r 
se Verf ahren wie be i spiel sweise Sohwelfien und Loten, 
bel denen anorganisehe Materlallen verwendet werden, so- 
wie ein Verfahren, be! dera ein organlsohes Material wle 
etwa ein organisches leltendes AdhSslv Verwendung findet. 
Das organlsche leltende Adhasiv besteht aus einera organl- 
schen Harz wife etwk einem Epoxyharz, das belsplelswelse 
mit Gold, SlXber-, .Kupfer^ oder Kohlepulver dtsperglert 
ist und aufierdem elnen Harter wle etwa ein Aminharz als 
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Additiv enthalt. Das organlsche leitende AdhSsiv bindet 
Leit.er wie etwa MetallstUcke mechanisGh und elektrisch 
durch warraehartung. Derartige AdhSsive besitzen einen 
welten Anwendungsberetch wie etwa bei der AdhSsion bzw. 
Verbindung zwisohen elektrischeti ZufUhruiagen und Elektro- 
den verschiederier Anzeigevorrlchtungen wie etwa Gasent- 
ladungs- und piUssigkristallanzeigevorrichtiingen und 
der Adhesion bzw. verbindung zwisohen anderen elektri- 
schen Komponenten. Aufgrund der nilkroskopischen Eigen- 
sohaften des organlschen. Materials wie etwa des darin 
enthalteneri Epoxyharzes besitzen derartige AdhSsive je- 
doch den Nachteil, daB sich das HaftvermSgen oder die 
LeitfHhigkeit beim gebundenen Teil bei der verwendung 
bei hoher Temper atur und hoher peuohtigkeit der umgeben- 
den AtmosphSre oder bei verwendung Uber .iangere zeit so- 
gar bei niedriger Temper atur und niedriger Umgebungs- 
feuohtigkeit verschlechtern.. Diese Eigenschaft der Adhasive 
ist infolgedessen ftir die elektrischen Eigensohaften nach-^ 
teilig. 

ZUr Vermeidung der Hygroskopizitat des im AdhSsiv 
enthaltenen organischen Harzes wurde allgemein ein feuch- 
tigkeitsbestSndiges Agens wie etwa ein Phenolharz beim 
Adhasiv verwendet. Dieses Verfahren hat Jedoch den Nach- 
teil, dafi Anzeigevorrichtungen und elektrische Komponenten 
aufgrund des durch die Herstellung, Anwendung und WHrme- 
hartung der Parbe bzw. Beschichtving koraplizierten und zelt- 
aufwendigen HerstellungsverfahreiBteuer sind. , 

' Das oben genannte gilt in gieicher Weise auch fUr 
organlsche AdhSsive fiir die verbindung von Isolatoren 
Oder verbindiHig eines Isolators und eines Leiters* 

Der Erfindung liegt entsprechend die Aufgabe zugrunde. 
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ein organisches AdhSsionsraittel anziigeben, das weder 
das HaftverraSgen noch die Leltfahigkeit gebimdener Tei- 
' le sGwohl bei hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit 
der umgebenden Atmosphare als auch bei Langzeitver wen- 
dung versctilechtert. Dabei soil eln Bindungsver- 
fahren unter verwendimg des Adhasionsmittels angegeben 
weyden, rait dem es raSglich ist, die zuverlassigkeit ver- 
schiedener Anzelgeanordnungen und elektrischer Komponenten 
zu yerbe&sern und dabei die Kdsten zu senken. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein organisohes 
AdhSsionsmittel gel6st, das ein organisohes AdhSsiv ent- 
hSit, wobei das organische AdhSsionsmaterial des weitereri 
eine verbindungs- bzw. Kupplungssubstanz enth^lt, die 
zu einer Bindung sowohl mit dem anorganischen als auch 
mit dem organischen Material in der Lage ist. Auflerdem 
wlrd ein yerfahren zur Teilverbihdung zweier zu verbinden- 
der Telle mit elnem organischen Adhasionsmittel angegeben, 
das ein organisohes AdhSslv enthSlt, wbbei das organische 
Adhasionsmittel noch eine zur Verblndung mit einem anorgani- 
Bchen iind einem organischen Material befkhigte verbindungs - 
bzw. Kupplungssubstanz enthSit. 

pie Erfindung wlrd im folgendfen anhand der zeichnung 
iiaher erlEutertj es zeigeh; , 

Pig. la, lb und Ic: graphische Darstellung des Zu- 
sammenhangs zwischen Dehn- bzw. Zugfestig- 
keit, der verschlechterungsrate der Leit- 
fahigkeit bzw. der Trennrate xind der- ztige- 
setzten Menge an Silan-Kupplimgssubstanz; 

Fig. 2 und 3: Anzeigeanprdnungen unter verwendung 

des erfindtingsgemaflen organischen leitehden 
AdhSsionsmit tels 1 

Fig. 4: schemeitische Darstellung einer Fliissig- 

kristall-Anzelgevorrichtung nach dem Stand 
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■ der Teohnik sowie 
Pig. 5 und 6: scheraatische Darstellungen von 

Flusslgkristall-Anzeigevorrichtungen unter 
Verwendung des erfindungsgemafien organischen 
Adhasionsraittels . 

Wie bereits genannt, besteht das chrakteristische Merk^ 
mal der Erflndung darin, daB d?is prganische AdhSsionsinittel 
zusStzlich zvaa organischen AdhSsiv eine Kupplungssubstanz 
enthait. 

Bei den experlmentellen Unter suchungen der Erfinder 
war festgestellt worden, daB sich HaftvermSgen und Iieit- 
fShigkeit eines durch Mischen von Metallpulvern in ein 

_ synthetisches Harz wie etwa ein Epoxyharz oder Silikon- 
harz herges1?ellt;en gewShnlichen organischen leitenden 
Adhasionsmifctels kaum versohlechtern, wenn eine entsprechen^ 
de Menge einer Kupplvthgssubsteaiz wie etwa eiher Silan-Kupp- 
lungssubstanz zugesetzt wird. 

.■ ; ■ ■ ; , ■ ■ 1 

Verschiedene Mengen des als Silan-Kupplungssubstanz 
bekanriten •y'-Glycidoxypropyltrimethoxysilan werden bei- 
spielsweise zu einem Ublichen organischen leitenden Silber- 
Epoxyharz-Adhasiv zugegeben. Eisen-Nickel-DrShte von 0,05 mm 
Dicke werden unter verwendung dieser Adhesive mit nickel- 
plattierten Oberfiachen verbunden \md einem Temperatur- 
Peuchtigkeits-Wiederholungstest zwischen -20 °C und 80 °C 
in einer Atmosphere von 90 Feuchtigkeit unterworfen. 
Das bei diesem Versuch angewandte organische leitende 
Adhasiv enthielt 100 Gew.-Teile eines Ublichen Sllber-Epoxy- 
AdhSsivs und 0,6 Gew.-Teile eines ublichen Arainharters. 'Das 
verhaltnis des Aminharters zum Silber-Epoxy-AdhSsiv betrug 
entsprechend 0,6 : 100. 
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Die Piguren la und lb zeigen die Dehn- bzw. Zug- 
festigkeit sowie die verschlechtei-ungsrafce der LeitfShig- 
keit nach -20 °C- bis + 80 ^C-Wiedetholungstests nach . 
vierzigmaliger Wiederholung bei einer Umgebiingsfeucbtig- 
keit von 90 f^, wShrend Fig. Ic die auftretende Trenn- 
rate nach ^ und 80 Wiederholungstests unter denselben 
Bedingungen wie oben darsteilt. Die Abszissen der drei 
Piguren stellen Gewichtsteile an zu 100 Gew.-Teilen serien- 
mSBigen silber-EpoxyadhSsivs zugesetzter Silan-Kupplungs- 
substanz dar. Aus den dargesteilten Daten geht hervor, 
dafl ohne Zusatz der Silan-Kupplungssubstanz zum AdhSsiv 
nicht nur eine Reduzierung der Zugfestigkeit und eine 
ateigerung der yerschlechterungsrate der Leitfahigkeit 
yoriiegt, sondern auch, daB die mit dem leitenden Adhasiv 
beabsichtigte eiektrische verbindung nicht hergestellt 
werden kann, d. h. daB Unterbrechung bzw. Trennung auf- 
tritt. lift Gegensatz dazu tritt keinerlei Unterbrechung 
bzw. Trennung auf, wenn 0,5 - 4,0 Gew. -Telle Silan-Kupplungs- 
substanz zu 100 Gew.-Teilen AdhSsiv zugesetzt werden. 
Vom Standpunkt des AdhasionsvermSgens land der Stabilitat. 
der Leitfahigkeit 1st indessen ein Zusatz von 0,5 -3*0 
•Gew.-Teilen Sllan-Kupplungssubstanz prakt.ischer, 

Als Ursache fiir den oben erwahnten EinfluB des Zu- 
mis Chens dei?- Silan-Kupplungssubstanz z^m organischen 
leitenden AdhSsiv ist anzunehmen, daB die Methoxy-, 
Alkoxy- uhd Silanolgruppen iii der Silan-Kupplungssubstanz 
rait dem anorganischen Material durch Hydrolyse und Kohden- 
sation von Silanol und Aluminol im anorganischen Material 
und peuchtigkeit auf dem anorganischen Material kuppeln 
und die in der Silan-Kupplungssubstanz verbleibende organi- 
SQhe reaktive Gruppe mit dem synthetischen Harz reagiert. 
Durch Verwendung eines derartigen, eine Kuppliihgssubstanz 
enthaltenden leitenden Adhasionsmittels zur Verbindung von 
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Zuleitungen mit Elektroden verschiedener Anzeigevorrioh- 
tungen oder zur verbliidung anderer Teile elektrisoher 
Komponenten wird infolgedessen die praktigche Lebensdauer . 
dieser Anzel^evorrichtungen o. dgl. bemerkenswert gestei- 
gert. 

Ira folgenden wird die verwendtuig des oben besohrie- 
benen erfindurigsgem^Ben organischen leitenden Adhksions- 
mittels nSher erlSutert. 

Pig. 2 zeigt eine Anwendung des erfindungsgemafien 
organischen leitenden Adhasiorismittels auf eine planare 
Multi-Digit-Gasentladungsanzeigevorrichtung. Mehrere An- 
zeigekathoden sind entsprechend dem ervriinschten Muster 
auf der Oberflache eines' KathodentrSgers 1 angeordnet., 
Maschenanoden 2 befinden sich gegenUber den Anzeigekatho- 
den durcli die Durchgangsiacher einer Zwlschenplatte 3; 
gebogene Anschliisse 5 fUhren zu den auf dem Kathodentrager 1 
ausgebildeten AnschluSklemraen 4. Die AnschluQklemmen 4 kSn-. 
nen d\xrch Drucken oder Metallisieren eines erwUnsohten 
Musters hergestellt Oder durch metallische fliegende 
Leitungen gebildet werden. Auf den Maschenanoden 2 bef in- 
det sich eine transparente Frontplatte 6 wie etwa eine 
Glasplatte. Die Teile 71 und 72 einer Reihe von ver- 
bindungsplatten 7, die sich am Endteil des Kathod^ntrSgers . 
befinden, sind durch die gleichzeitig . gedruckten- Verbindungs- 
leitungen 8 mit den Anzeigekathoden vei?bunden. Die anderen 
Teile 73 und 74 der verbindungsplatten 7 sind mit den 
AnschlujBklemmen 4 durch die gieichzeitig gedruckten Ver- 
bindungsleitungen 9 verbunden. Das erfindungsgemSfie organische 
leitende Adhasionsmittel 10 ermSglicht eine feste Haftung 
der Leitung 5 an der Anschluflklenime 4. Die Spezifikatlon 
des leitenden Adhasionsmittels 10 1st so, dafi 5-7 Gew. -- 
Teile eines HMrters wife etwa eines Ublichen Aminhgrters 
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Oder ein&s saureanl^ydrids und .0,5 - 15 Gew. -Telle Silan- 
Kupplungsstibsfcanz rait 100 Gew.-Teilen belsplelsweise eine.s 
leitehd^n Silber-Epoxy-AdhSsivs gemischt und ausreichend . ' 
veiriihrt werden. Eine ausreichend starke leitende Haftung 
wird durch Anwfendung des AdhSsionsmittels 10 auf den Kon- 
taktteil zwischen der AnschluBklemme 4 und der Leltung 5 
sowie dur ch Erhi t zen bzw . HSrten erra?3glicht . 

Fig. 5 stent eine Anwendung des erfindungsgemSBen 
leitenden AdhSsionsmittels auf . eine PlUssigldcristall- 
Anzeigevorrichtung dar, bel der gleiche Telle wle in 
Eig* 2 dupoh glelehe Referenzzaiaen bezelchnet slnd. 
Eln Mtesa- (Wapenz^lchen) -Film 21 1st auf der Iraienfiachfe 
einer transparenten Frontplatte 22 in einem Muster aufge- 
braclit, das der geteilt ausgebildeten Kathode auf dem 
Trager 1 gegenilberliegt. Die AnsohlUsse 21a ftlr den Nesa- 
Film erstrecken sich auf der OberflSehe der Frontplatte 
nach aufien. Der Zwlsohenraum zwischen dem Nesa-Fllin 21 
und der Kathode ist mit einem Pliissigkristall ausgeftillt. 
Die Zuleitungen 23 sind auf dem TrSger 1 angebracht und 
erstrecken sich an die stellen, die den Zuleitungen 21a 
gegentiberliegeh. Das erfindungsgemMBe organische leitende 
Adhasionsmittel 24, das dieselbe zusammensetzung wie das, 
unter IQ in der Anzeigeanordnung von Fig. 2 verwendete 
AdhUsionsmittel besitzt, ermcSglicht ein leitendes Aneln- 
anderhaften der Leltungen 21a und 2^. 

Obgleich das in den Ausftlhrungsbeispielen der Pig. 2 
tind 5 verwendete organische leitende AdhSsionsmittel die 
zugemischte Kupplungssubstanz enthSlt, werden ahnliche Er- 
gebnisse durch vorbeschichten jedes Tells der zu. ver- 
blndenden Leiter mit einer Kupplungssubstanz und an- 
schliefiendes Beschichten der mit der KuppltUigssubstanz 
beschichteten Telle mit einem organischen leltenden AdhUslv 
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uhd absohliefiendes Erhitzen bzw. Ausbiarten des zu harten- 
den Tells erhalten. Altemativ dazu krann die Kupplungs- 
substanz auf jeden Tell der zu verblndenden Lelter aufge- 
bracht werden; imd/eine Kupplungssubstanz enthaltendes 
organlsches leitendes Adhasionsmittel kann auf die rait 
der Kupplungssubstanz besohiohteten Telle aufgebraoht wer- 
den. 

Im folgenden werden Anwendungsbelsplele fUr das eln 
organlsches Adhaslv und die Kupplungssubstanz enthaltende 
organlsche Adhaslonsmittel bel Pliissigkristall-Anzelge- 
vorri.chtungen unter Bezugnahme auf die Pig.. 4-6 erlSu- 
tert. 

Fig. 4 stent -elne plUsslgkrlstall-Anzeigeyorrlch- 
tung nach dem Stand dTSr Teohnik dar. Allgemeln gesohieht 
die Anzelge elnes vorbestimtnten Musters in einer PlUssig- 
kristall-Anzeigevorrlcjihtung dufch Opakwerden bzw. Trtiben 
des FlUssigkristalls durch eine angelegte Spannung. In 
Pig. 4 slnd eln Glastrager 51 und eine giaserne pront- 
platte 32 duroh eln DistanzstUck 55 auf . einen vorbestiinm- 
ten Abstand ^ebracht und.rait einera AdhSsiv 90 verbunden. 
Diese Bestandteile zusamrnen bilden die Sufiere UmhUlluJag 50 
Der GlastrSger 51 trSgt auf seiner inneren OberflScbe 
eine Elektrode 55 mit vorbestinuntem Muster und bepitzt 
eine AnschluBkleinme 51, die sloh auf der inneren Ober-' 
fiaohe erstreckt und bis aus der SuBeren UitihUllupg 50 
herausragt. In Shnlioher Weise trSgt die giaserne Proiit- 
platte 52 auf Ihrer inneren Ober flEche eine reflektieren- 
de Elektrode 56, die der dem Muster entsprechenden Elektro 
de 55 gegenUberliegt. Die reflektierende Elektrode 56 
besitzt eine AnsohluBklemme 6I . Der Flilsslgkrlstari 57 
ist in der SuBeren Umhtlllung 50 mlttels elnes Elnschmelz- 
rohrs 58 eingeschlossen. Beim Anlegen einer Spannung an 
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die Elektroden 35 und 56 zeigt der Tell des Fllissigkristalls 
57, der der Musterelektrode entspricht, das erwUnschte 
Zeiciien aufgrund der dynaraischen Streiuung. Wenn eine 
derartige Anordrmng wahrend eines solchen Betriebs elnera 
Temperaturzyklus bzw* sich wiederholenden Temperaturzyklen 
unterworfen wird, tritt aufgrund des Unterschieds zwischen 
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des TrSgers 5I und 
der Prontplatte 32 sowie dem als AdhSsiv 90 verweMeten 
Harz eine Starke Beanspruohung auf. Aus diesera Grund.wird 
gewshnlich eih flexibles Harz mit niedrigem Young-Modul 
als AdhSsiv 90 verwendet, urn den Einf luB des Unterschieds 
in den thermischen Ausdehntingskoeffizienten zu reduzieren. 

Da jedooh der aiasUbergangspunkt Um oder unter Raum- 
temperatur liegt; niirnnl; die. HaftfShigkeit zwischen dem 
GlaiB und dem flexiblen Harz, d. h. dem AdhSsiv 9P* schnell 

. ab/ Als Polge d:avon wird das AdhSsiv 90 bei hohen Terope- 
raturen d«rch die von der Ausdehnung des, PlUssigkristalls 

-herrUhrende icraftwlrkung beschSdigt. AuGh bel einer Ver- 
wendurig der Vorriohtung in einer Umgebung hoher peuchtig- 
keit dringt Feuchtigkeit in den Zwischenravun zwischen dem 
Trager 31 und der Prontplatte 32 und dem Adhasiv 90 ein 
und. trennt das AdhSsiv 90 vom TrSger 51 und der Prontplat- 
te 32v . " 

Wie oben beschrieben, besltzen dem Stand der Technik 
entsprechende piusslgkristall-Anzeigfevorrichtungen nur ge- 
ringe peuchtigkeitsbestandigkeit und slnd wenig verlgBlich, 
da das AdhSsiv 90 in einer Umgebung hoher Temper atur \md 
hoher Peuchtlgkeit schlechte Eigenschaf ten aufweist. 

Fig. 5 stelit ein Ausfuhrungsbeispiel einer Fliissig- 
kris tall -Anzeige vorriohtung im Sinne der Erfindung dar 
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und zeigt die AdhSsion bzw. Verbindung zwischeri TrSger 31 
und Prontplatte 32 in Pig. 4. Das erfindungsgemSBe organi- 
sche Adhasionsmittel 100 in Pig. 5 enthalt ein organisches 
AdMsiv wie etwa ein synthetisQhes Harz und eine ziige- 
mischte Silan-Kupplungssubstanz. Die Silan-Kupplungs- 
substanz besitzt zwei oder mehr verschiedene reaktive 
Gruppen oder Radikale im MolekUl, von denen elne hydroly-^ 
siert und mit Silanolgruppen oder Peuchtigfceit auf der 
Glas- Oder Metalloberflaohe unter Bildung von chemischen 
Bindungen reagiert. Andere reaktionsf^ige Radikale bzw. 
Gruppen reagieren beim Harten und bilden chemische Bin- 
dungen mit dem im Adhasionsmittel enthaltenen Har2i, wo- 
durch eine feste Haftung erzielt wird. 

Auf diese Weise ist das HaftyermSgeri des erfindungs- 
gemKfien AdMslonsmittels 100 auf -dem TrSger 3I und der 
Ffontplatte 32 hoch und nimmt in einer Umgebung hoher 
Temper atur \and hoher Peuchtigkeit aufgrund der oben ge- 
nanhten Wirkung der im Adhasibhsmiitel 100 enthaltenen 
Silah-Kupplxmgssubstanz nloht ab, woduroh eine derartige 
Anordnung aufierordentlich zuverlSssig wird. 

Pig. 6 stent ein anderes AUsfilhrungsbei spiel der" 
Erflndung dar, das dem von Fig. 5 Shnelt. Das AdhSsly 90 
entsprioht dem in Fig. 4. Vor der Ahwendung des Adhasivs 90 
Eiuf den TrSger 31 und die Prontplatte 32 wurden diese je- 
doch bei dieser AusfUhrungsart mit einer Silan-Kupplungs- 
substanz 110 beschlchtet. In Shnlicher Weise wie im oben 
beschriebenen Pall zeigt das Haf tvermSgen des AdhSsivs 90 
aufgrund der Wirkung der Silan-Kupplungssubstanz keiner- 
lei Abnahme. 

Eine besonders bevorzugte Zusaramensetzung des AdhMsions- 
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mittels 100 in Pig. 5 ist folgende: 

(1) Biglycidiather (beispielsweise DER 736, Her- 
steller DOw Chemical Company) von Eropylenglycol wird 
als Plexibii^sator im Gewichtsyerhaitnis 5 : 10 einem 
Bisphenol-A-Epoxyharz (beispielsweise EPiCOEE 828 der 
Shell Chemical Company) zugesetzt. Dieser Verhindung 
warden TTA (TriSthylentetramin) als Ublicher normal- 
kettiger Amiilharter und ^'-Aminopropyltriathoxysilan 
UHgCHgCHgCHgSi ( OCgH^ )^ (A- 1 100, Hersteller Union 
Carbide company) als tibliche Amin-Silan-Kupplungssub- 
stanz zugesetzt. 1-5 Gew.-^eile Silan-Kuppliingssub- 
stanz warden dabei auf 100 Gew.-Teile lEpoxyharz zuge- 
geben. . 

(2) Diglycidiather (belspielswelse DER 736) des 
Propyleiiglycols wird als Plexibilisator einem Novolack- 

■ Epoxyharz (beispielsweise PEN 431, Hersteller Dow 
Chemical Company) im GewichtsverhSltnis 8 : 10 zuge- 
setzt. Dieser verbindung werden TEPA (TetraSthylen-, 
pentamin) als Ublicher Arainharter sowie Glycidoxypropyl- 
trimethoxysilan CHg-CHCHgOCHgCHgCHgSiCOCH^) (A-I87, 

Hersteller Union Carbide Company) als Ubliche Epoxy- 
Silan-^Kupplungssubstanz zugesetzt. Dabeiwerden 1 - 5 
Oew.-Teile Silan-Kupplungssubstanz auf 100 Gew.-Teile 
Epoxyharz zugegeben. 

Ein besonders bevorzugtes verbindungsverfahren 
fOr das Anwendungsbei spiel der Pig. 6 ist folgendest 

10 Gew.-Teile Wasser, 90 Gew.-Teile Kthanol und 
50 Gew.-Teile DimethoxySthylsilylpropyiathylendiamin 
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CH^ 

(KBM-602, Hersteller Shine tsu Chemical Company) als 
Silan-Kupplimgssuhstanz werden geraischt.. Der TrSger 31 
und die Prontplatte 32 werden, rait diesem Gemisch be^ 
schichtet und 5 - 10 min bei llO °C erhitsst. Anschliefiend 
wird ein mit einem Ublichen Aminharter kombiniertes fipoxy- 
harz-AdhSsiv darauf appllz.iert xmd gehSrtet. 

Pig. 5 stellte die yerwendung d6s dijrch Mischen des 
organisohen AdhSsivs und der Silan-Kupplungssubstanz her- 
stellbaren AdhSsivsmaterials dar. Pig. 6 verdeutlichte 
das Verbindungsverfahren duroh Anwendung der Silan- 
Kupplungssubstanz und darauf f olgende Anwendung des 
organisohen A^dhSsiys. Die vorliegendfe Erf indung ist je- 
doch keineswegs auf die angefiihrten Methoden beschrSnkt; 
die Silan-Kupplungssubstanz kann auch zuerst angewandt 
und darauf ein die Silan-Kupplungssubstanz enthaltendes 
AdhSsionsmittel appliziert 'w®i?<i®ii« 
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Patentanspriiche 



1. Ein organisches Adhasiv enthaltendes organisches 
AdhSsionsraittel, gekennzelchnet 

d u r c h den Gehalt einer mit anorganischem wie 
auch organischem Material kuppelnden bzw. sich ver- 
bindenden Kupplungssubstana. 

2. Organisches Adhasionsinittel naoh Ajispruoh 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB das organische AdhSsiv ein Epoxy- 
harz enthSlt. 

3. Organisches Adh^sionsmittel naoh Anspruch 1/ dadtcpoh 
gekennzeichnet, dafi das. organische AdhSsiv ein silikoh- 

. harz .enthaxt. 

4. Organisches AdhSsionsmittel nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet duroh eine Silanr-Kupplungssubstanz* 

5. Organisches AdhSsionsmittel nach Anspruch 4, gekenn- 
zeichnet durch y<-Glycidpxypropyltrimethoxysilan als 
Silan-Kupplungssubst anz . 

6. Organisches AdhSsionsmlttel nach Anspruch 4, gekenn- 
zeichnet durch y-Aminopropyltriathcxysilan als Silan- 
Kupplungssubstanz. . 

7. Verfahren ztir verbindung zweier zu verblndender Telle 
mit einem ein organisches AdhSsiv enthaltenden organischen 
Adhasionsmittel, dadurch gekennzeichnet, dafl das organische 
Adhasivmaterial eine sowohl mit anorganischem als auch 
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organischem Material Icuppelnde bzw. sioh verbindende 
Kupplungssubstanz enthMlt . 

8. Verfahren nach An^^ruoh 7, gekenhzelchnet durch Vor- 
beschlchtuhg jedes der zu verbindenden Telle rait der 
Kupplungssubstanz. 

9. Plussigkristall-AnzelgevorriGhtung rait elner auf der 
Inneren OberflSche mlt ralndestens einer ersten Elektrode 
versehenen Frontplatte, einem auf der Inneren Oberf ISehe . 
mlt ralndestens elner zwelten, der ersten Elektrode gegen- 
uberllegenden Elektrode yersehenen TrSger, elnem eln 
organisehes Adhasiv enthaltenden organlschen Adhasions- 
mlttel, das Prontplatte und TrSger mlt elnem dazwlschen 
geblldeten Zwischenraum verbindet sowle rait elnem in deh 
Zwischenraum zwlschen Prontplatte und TrSger elngefUllten 
Pltissigkrlstall, dadurch gekennzelch- 
n e t , daS das organisohe Adhasionsmittel elne sowohl 
mlt anorganischera als auch organischem Material kuppelnde 
bzw. sich verbindende Kupplungssubstanz entRHlt. 

10. PlUsslgkristall-Anzeigevorriohtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeiohneti dafi jeder der zu verbindenden 
Telle der Prontplatte und des TrSgers mit der Kupplungs- 
substanz beschichtet ist. 
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